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ＴＤ－６Ａ技術資料

１．ペースト印刷検査器＜ＴＤ－６Ａ＞の特長

は、ご好評を頂きましたＴＤ－３Ｖの高精度タイプとして、スリットレーザーをＴＤ－６Ａ
用いた光切断法によるフル３次元測定と、カラー照明・カラーデジタルカメラによる２次元
測定を併用した卓上型の検査器です。

１）２Ｄ／３Ｄを高精度かつ簡便に計測

２Ｄ／３Ｄそれぞれの特徴を生かした正確な測定が出来ます。高さ・面積・体積・位置ずれを
正確に測定します。
又、任意のポイントを簡便に測定できる簡易測定機能は、現場での機動力アップに貢献します。

２）部品タイプ・重要度に応じた測定方式の選択が可能

ご要求に応じた、２次元測定のみの部分と３次元測定部分を印刷パット単位で指定が可能。
重要度に応じて、大きなマスク開口部分等は２次元のみでスピーディに検査、ファインピッチや
小型チップ部品、ＢＧＡ／ＣＳＰは３次元検査を行う等、目的に応じた測定プログラムの設定が
行えます。

３）カラーマルチ照明の採用

２次元測定は、１６７７万色に可変可能なカラーマルチ照明を採用、様々な基板タイプに対し
正確な測定を実現します。

４）スピーディーな簡易計測機能

測定プログラムを作る事無く、簡単に任意ポイントの測定及び３Ｄグラフィックが得られます。
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５）高精度３Ｄ測定

スリット状のレーザー光を走査する事により、正確な３Ｄグラフィックから高さ・体積の
測定を可能としました。ソルダペーストの印刷を高精度に測定できる高分解能仕様です。

６）プログラム作成方式
現場において、スピーディなデータ作成は不可欠といえます。
ＴＤ－６Ａでは現場でのデータ管理の内容・形態に応じた、最適な測定プログラム作成方法の選択
が可能です。

● ガーバーデータ入力
基板上のパットをガーバーグラフィック表示で指定エリア別、もしくは自動均等割付に

より測定プログラムを作成します。スピーディにプログラム作成が行えます。

ティーチングによる部品ライブラリー作成●

何もデータが無い場合このモードでデータを作成します。
実際の基板を用いﾒｰｼﾞｬﾘﾝｸﾞによる数値入力と、座標は実際の基板を見ながら貼り付けます。

ティーチングモード（部品作成 例）

７）ＳＰＣデータ解析（オプション）
日々の測定で得られたデータよりＳＰＣデータ解析を行うことができます。



- 3 -

２．測定原理

１）３次元計測（高さ・形状）

印刷高さや形状測定には光切断法を採用して居り、半導体レーザーを光学系によりスリット状に
広げられたレーザー光を斜め上方４５ から照射し、真上からＣＣＤカメラによりその波形を取り。

込み、演算する事により高さデータを特定している。はんだペースト高さをｈとすると下図の様に
なる。

斜め上方より当てられたレーザ光は図１（ａ）の様にペースト面に当り、これを真上のカメラ
から見ると図１（ｂ）の様になる。これを解析すると図１（Ｃ）の様になり、はんだペーストの
高さｈはＸと等しくなり、カメラで見た変位量が高さ一致する。従って変位置のピクセル量を計
測すれば高さ寸法を求めることが出来る。
カメラの１ピクセルは１０μmであり倍率は１：１なので、計測したピクセル数に１０μmを掛
ければ高さ寸法となる。

２）２次元計測（面積、位置ずれ、ブリッジ）

面積の計測は上部カメラからの画像情報により計測している。単なる画像データ即ち輝度デー
タのみでは正確にはんだ印刷部分をはんだレベラーやプリコートパット部より抽出することは難
しく、本装置では次の様な方法を採用している。
銅箔パット部は比較的平面で有り、一方向（横方向）からの照明でも下図の様に正反射する為、
はんだ印刷部分の特定は可能だが、はんだレベラーやプリコ－トパット部は表面の凹凸により乱
反射しはんだ印刷部分だけの特定は難しい。ここで真上，及び斜め上方よりそれぞれ照明を与え
ると、次の様に見える （図２，３，４ ）。 ，

側照明（斜め） 側照明（真上）OUT IN
輝度ﾋｽﾄｸﾞﾗﾑ

真上からの照明

はんだ印刷部分は余り光らずに、銅箔部やはんだレベラー、プリコート等パッド部分とシルク
が光って見える。

斜め上からの照明

銅箔、はんだレベラー、プリコート等のパッド部、シルク、はんだ印刷の凸部も光っている。
この様な特性を利用してＬＥＤによる照明を２重構造とし、真上からの照明（内側ＬＥＤ）斜
め上からの照明（外側ＬＥＤ）の２方向から当て差画像を取り、はんだ印刷部分を抽出し２値化
によりそのピクセル数を合計すれば面積が求る。

２値化

濃淡画像（２５６階調）を白黒の２値画像にし、はんだペースト部を抽出する。濃淡画像のど
この明るさの所で白と黒に分けるか、その境目をスレッショルドレベルと言う。本装置では自動
・手動でのスレッショルドレベル設定が可能となっている。(上図 輝度ﾄﾋｽﾄｸﾞﾗﾑ参照)
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３．基本仕様

項 目 仕 様

測定内容 印刷位置ズレ、印刷面積、印刷高さ、印刷体積

m測定可能範囲 横５．８５ｍｍ 縦４．３９ｍｍ 高さ５０～３００μ

検 測定分解能 約５．２μｍ

計測判定機能 カラー画像処理による自動計測、設定値との自動良否判定機能

査 検査データ作成 ティーチング、ガーバーデータ変換プログラム

基板寸法 基板外形５０×５０～２５０×３３０ｍｍ 基板厚０．５～３．０ｍｍ

検査可能範囲 ２４０×３２０ｍｍ

光源 １ 同軸照射 ＲＧＢ ＬＥＤ（１６７７万色）

光源 ２ 斜め照射 ＲＧＢ ＬＥＤ（１６７７万色）
光

光源 ３ 赤色半導体ＬＡＳＥＲ

学 カメラ 高速解像度カラーカメラ

高さ測定原理 レーザースリット光による光切断三角測量 照射角４５度
部

体積測定原理 カラー画像処理

レーザースリット 赤色半導体ＬＡＳＥＲ 幅８ｍｍ×１０μｍ

システム 高速画像処理コンピュータシステム内蔵

本 インターフェース キーボード入力、マウス入力、モニター出力

体 電 源 ＡＣ１００～２４０Ｖ ５０～６０Ｈｚ ４５０ＶＡ

質 量 約４５ｋｇ

４．外形寸法


